SPRZET

Cho¢ niezawodnosé
nowoczesnych urzqdzen
elektronicznych jest wysoka,
ich powszechnosc¢ przysparza
serwisom coraz wiecej zlecen.
Prowadzenie firmy serwisowej
musi by¢ uzasadnione
ekonomicznie, ztego powodu
szybkie i skuteczne naprawy
stanowiq wyznacznik
efektywnosci. Istotna jest takze
gotowos¢ do podejmowania prac
niemozliwych do wykonania
przez konkurencyjne firmy.
Ze wzgledu na stosowanie

w obecnie produkowanych
urzqdzeniach elektronicznych
réznych technologii montazu
elementéw bardzo istotnym
warunkiem prowadzenia
sprawnych napraw staje sie
posiadanie odpowiedniego
sprzetu naprawczego.

Serwisant musi szybko ibezblednie
zlokalizowa¢ uszkodzenie izdemontowac
wadliwy uktad w sposéb bezpieczny
dla sasiednich komponentéw i plytki,
a najczesciej takze dla demontowanego
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Rys. 1. Demontaz uktaddéw przewle-
kanych oraz TSOP i TQFP, a) rgczka
odsysajgca SX-80, b) demontaz ele-
mentéw przewlekanych, ¢) demontaz
uktaddw TSOP i TQFP
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ukladu (zdarza sig, ze wymontowany
element jest jednak sprawny).

Demontowanie elementéow elektro-
nicznych wiaze sig ze stosowaniem
technologii inarzedzi uwzgledniajacych
cechy konkretnych ukladéw, przede
wszystkim sg to ich wymiary, ksztalt,
rodzaj iliczba wyprowadzen, sposéb
montazu, odporno$¢ mechaniczna item-
peraturowa oraz wrazliwo$¢ na oddzia-
tywania elektrostatyczne.

Do wykonywania tak zlozonych
operacji niezbedne staje sie korzystanie
z specjalistycznych narzedzi, niemozli-
wych do zastgpienia prostymi $rodkami.

Serwisant moze spotkaé¢ sig z kilko-
ma rodzajami montazu:

1. Tradycyjny montaz przestrzenny
punkt-punkt, typowy dla nadal spo-
tykanych urzadzen lampowych,

2.Montaz przestrzenny na listwach ce-
ramicznych,

3.Montaz elementéw przewlekanych
na plytkach jednostronnych, dwu-
stronnych az do wielowarstwowych
z metalizacjg otworéw (PTH),

4.Montaz powierzchniowy elementéw
oréznej budowie (SMT/BGA).

W wiekszoséci przypadkéw demontaz
elementéw SMD bedzie przebiegal we-
dlug nastepujacego schematu: nalezy do-
prowadzi¢ do roztopienia spoiwa, chwy-
ci¢ wymontowywany element, podniesé¢
go iprzenie$¢ poza plytke. Spoiwo musi
zosta¢ usuniete z punktéw lutowniczych,
nastepnie miejsca te nalezy dokladnie
oczysci¢ iprzygotowaé do montazu no-
wego elementu. Niekiedy wymagana jest

Urzadzeniagdo

podzespoiowaelektronicznych

naprawa podloza, np. regeneracja Scie-
zek ipunktéw lutowniczych.

Sprawne wymontowanie elementu
daje oszczedno$é czasu, energii i zmniej-
sza ryzyko uszkodzen, spowodowanych
np. przegrzaniem. Osiggnigcie sprawno-
§ci wymaga zastosowania okreslonych
rozwigzan technicznych, ktére uwzgled-

o)

Rys. 2. Demontaz uktaddéw SMD
nadmuchem gorgcego powietrza,
a) rgczka TJ-80 z korncdwkami do
wydmuchu b) demontaz uktadu

Elektronika Praktyczna 5/2006



SPRZET

a)

b)

©)

Fot. 3. Demontaz uktaddw SMD rgcz-
kg TT-65 a) rgczka z gtowicami i kon-
céwkami b ic) demontaz ukiadu

niajg m.in. liczbe przeprowadzanych
operacji demontazu, réznorodno$¢ de-
montowanych elementéw, rodzaje iza-
kres innych operacji dokonywanych na
tym samym stanowisku, zalozone normy
czasowe, czy tez specyficzne warunki,
zZwigzane np. z serwisowaniem sprzetu
w miejscu jego zainstalowania i pracy.

Urzadzenia do demontazu
podzespolow elektronicznych

Dla zilustrowania istniejacych w tym
zakresie mozliwosci, warto zwréci¢ uwa-
ge na oferte firmy PACE, aw szczegdl-
noéci na nowe urzadzenie, trzykanalowa
stacje naprawczg MBT-350.

PACE MBT-350 to obecnie najbar-
dziej zaawansowana stacja przeznaczona
dla producentéw i serwisantéw elektro-
niki. Urzadzenie umozliwia montowanie
i demontowanie komponentéw w techno-
logii przewlekanej (PTH) i powierzchnio-
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wej (SMT). Wszystkimi funkcjami moze-
my sterowaé zlatwego do opanowania
panelu przy wykorzystaniu duzego iczy-
telnego wyswietlacza. Uzytkownikowi od-
dano do dyspozycji mozliwos¢ personali-
zacji ustawien, lacznie z zabezpieczeniem
wszelkich parametréw hastem. Nawet
diugie uzywanie stacji, przebiega w kom-
fortowych warunkach, poniewaz kom-
presor (dwufunkcyjny) zostal wyciszony
i wyposazony w opatentowang technologie
SNAP-VAC, ktéra umozliwia wydajna
ibezpieczng prace takze znajmniejszymi
komponentami. Producent zadbal réwniez
o ekonomiczng strong uzytkowania stagcji.
Cena urzadzenia jest bardzo atrakcyjna
ajak na urzadzenie tak zaawansowane
wrecz niska. Dodatkowo MBT-350 po-
siada funkcje istotnie obnizajace koszty
eksploatacyjne, wplywaja one na zmniej-
szone zuzycie grotow, glowic, koncowek,
elementw grzejnych irgczek. Bardzo in-
teresujaco wyglada nowa oferta diamen-
towych grotéw o ktérych bedzie mowa
w dalszej czesci tekstu.

Najwiekszg zaleta MBT-350 jest
mozliwo$¢ korzystania z wielu rgczek
lutowniczych i demontazowych oraz
wrecz nieograniczonej ilo$¢ grotéw, glo-
wic ikoncowek. Jest to pierwsze urza-
dzenie, ktéra pozwala na jednoczesna
obstuge raczek w obydwdch technolo-
giach wykorzystywanych przez PACE
(umozliwia to wykorzystywanie wszyst-
kich raczek PACE):

SensaTemp, ktéra gwarantuje utrzy-
manie stabilnej temperatury pracy zdu-
zymi komponentami.

TempWise, dynamicznie regulujg-
ca iloé¢ dostarczanej energii termicznej
zapewniajac optymalng jakosé wykony-
wanego polaczenia (zalecana dla mniej-
szych komponentéw).

Polaczenie obu technologii w jednej
stacji pozwala uzytkownikowi pracowaé
zaréwno z najnowszymi komponentami
oraz z aplikacjami montowanymi z wy-
korzystaniem starszych metod produkcyj-
nych. Jest to uniwersalno$¢ jakiej ocze-
kuje kazdy serwisant. Dodatkowo dzieki
modutowej budowie urzadzenia zdoby-
wamy pewno$é, ze bedzie go mozna
fatwo przystosowa¢ do zmian w $wiecie
elektroniki.

Stacja posiada trzy kanaly zasilajace,
ktére niezaleznie obstuguja az trzy racz-
ki jednoczesnie.

Raczka odsysajaca SX-80, przezna-
czona do demontazu wszystkich typow
ukladéow przewlekanych oraz ukladéw
TSOP i TQFP (fot. 1a). Demontaz ele-
mentéw przewlekanych przeprowadza
sie za pomocg odpowiednio dobranej

dyszy odsysajacej (fot. 1b). Po nasta-
wieniu zadanych parametréw roboczych
stacji irozgrzaniu dyszy, przyklada sie
ja do punktu lutowniczego tak, aby
koncéowka wyprowadzenia demontowa-
nego elementu znalazla sig w otworze
dyszy. W miare topnienia spoiwa dysze
nalezy delikatnie dociska¢ do podloza.
Wigczenie w odpowiednim momencie
kompresora, spowoduje odessanie lu-
towia z powierzchni plytki iz otworu,
koncowka elementu zostaje uwolniona.
Do demontazu precyzyjnych ukladéw
TSOP i TQFP uzywa sie glowic o wy-
miarach odpowiadajgcych obudowie
konkretnego ukfadu (fot. 1c). W tym
wypadku kompresor stacji nie stuzy do
odsysania cyny, ale zasila przyssawke
umieszczong miedzy krawedziami robo-
czymi glowicy, sluzaca do podniesienia
wylutowanego elementu.

Fot. 4. Rgczka lutownicza MT-100
Minitweez

Raczka Termojet TJ-80 do montazu
ukladéw SMD przez nadmuch goracym
powietrzem (fot. 2). Proces przy uzy-
ciu tej metody przebiega nastepujaco.
Po zamontowaniu odpowiedniej dyszy
i nastawieniu parametréw roboczych
stacji (temperatura, tryb pracy kompre-
sora), zbliza sie wylot dyszy na odle-
gtosé 1-2 cm od usuwanego elementu,
uruchamia kompresor i kolistymi rucha-
mi podgrzewa element i plytke wokot
niego, po czym, przysuwajac dysze do
wyprowadzen, doprowadza sig do roz-
topienia spoiwa, aelement przytrzymuje
i podnosi peseta.

Raczka termopegseta TT-65 do de-
montazu ukladéw SMD: CHIP, SOIC,
PLCC, konektoréow. Zasade dziatania
imozliwoéci wynikajace zréznorodnosci
konicowek przewidzianych do wykorzy-
stania zilustrowano na fot. 3.

Raczka MT-100 Minitweez (fot. 4)
wyposazona w dwa elementy grzejne,
umozliwiajace wydajng prace przy de-
montazu ukladéw SMD (szczegdlnie
PQFP) oduzych rozmiarach. Jednak aby
uzyska¢ efektywng prace zelementami
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Fot. 5. PACE TF-1700 i PACE ST-325,
urzgdzenia do prac z elementami
SMD/BGA

BGA nalezy stosowaé¢ urzadzenia prze-
znaczone specjalnie do tego typu prac,
np.PACE ST-325 lub PACE ThermoFlo-
-1700 omawiane juz w Elektronice Prak-
tycznej (fot. 5).

Raczka lutownicza TD-100 Thermo-
-Drive (fot. 6) — montaz wszystkich ty-
péw ukladéw przewlekanych oraz ukla-
déw SMD przy pomocy glowic i grotéw
,minifala”, atakze demontaz ukladow
SMD =z wykorzystaniem glowic. Raczka
ta cechuje sie zintegrowaniem elementu
grzejnego z grotem, zapewniajac dzie-
ki temu wysoki wspélczynnik transferu
energii cieplnej. Czas stabilizacji ibez-
wladno$é temperaturowa w przypadku
takiej konstrukcji grzatki sa $rednio dwa
razy (lub wiecej) krétsze, niz w przypad-
ku produktéw z grzatkami w raczkach.
Taka konstrukcja raczki wptywa réwniez
na nizsza temperaturg, ajednocze$nie
pozwala na lutowanie w krétszym cza-
sie itym samym z wigkszq wydajnoscia.
Integracja elementu grzejnego z grotem
ma réwniez dodatkowa ceche, ktérg
mozna w pelni odczué dopiero po kil-
ku godzinach pracy zlutownica - grzal-
ka grzeje grot, anie raczke lutowniczg
ipalce operatora!

Fot. 6. Rgczka lutownicza TD-100
Thermo-Drive
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W raczce TD-100 umieszczono ter-
mopare w grocie, dzieki czemu energia
cieplna dostarczana do grotu jest ade-
kwatna do odbieranej i kazdy punkt
lutowniczy grzany jest odpowiednio do
swojej pojemnos$ci cieplnej. Lutowanie
zajmuje mniej czasu, a doskonaly prze-
plyw ciepta pozwala na wlasciwg akty-
wacje topnika izapobiega powstawaniu
wadliwych polaczen.

MBT-350 mozna wyposazy¢ row-
niez w starszy model raczki lutowniczej
PS-90.

Standardowo MBT-350 jest wyposa-
zona wraczki SX-80, MT-100, TD-100.

Stacja daje uzytkownikowi mozliwosé
podlaczenia generatora azotu i specjal-
nych wersji raczek TD-100 oraz PS-90
dostosowanych do lutowania w ostonie
gazu obojetnego. Jest to metoda zapew-
niajaca najwyzszg jako$¢ polaczen lu-
towniczych wymaganych w szczegdlnie
zaawansowanych aplikacjach.

Diamentowe groty

W przypadku lutowania bardzo waz-
nym elementem, decydujacym nawet
o jakosci potaczen iekonomicznosci pro-
cesu sa groty lutownicze. Szczegblnie
istotna jest budowa grota.

Wigkszo$¢ dostepnych na rynku gro-
tow jest zbudowana wielowarstwowo.
Najczesciej miedziany rdzen jest pokry-
wany warstwg zelaza iinnych metali,
sama za$ koncéwka grotu jest dodat-
kowo pokrywana lutowiem. Miedziany
rdzen zapewnia odpowiednig przewod-
no$¢ cieplna, natomiast jego zelazne
pokrycie wzmacnia grot izapobiega roz-
puszczaniu miedzi przez aktywne sklad-
niki lutowia. Groty do zastosowan bez-
ofowiowych charakteryzuja sie podobna,
warstwowg budows, ztym, ze w zalez-
nosci od ich producenta, wykoniczenie
grotu jest rézne. Poza warstwg zelaza
stosowane sg m.in. warstwy niklu oraz
chromu, ktére zapewniaja odpowiednie
zwilzanie koncéwki grotu, aby byla ona
pokryta lutowiem (oczywiscie tym ra-
zem bezolowiowym). W przypadku no-
wej technologii lutowania odpowiednia
budowa grotu jest czynnikiem krytycz-
nym, ze wzgledu na m.in. duze ste-
zenie cyny w lutowiu, jak tez bardziej
agresywne skladniki topnikéw oraz wyz-
sza temperature lutowania. Wszystkie
te czynniki mogg przy zlej konstrukcji
grotu powodowaé erozje powloki zelaza
iszybsze jego niszczenie.

W 2005 roku PACE wprowadzil cal-
kowicie nowe rozwigzanie opisanych
powyzej probleméw. S to diamento-
we groty, ktére zaprojektowano z myslg

Fot. 7. Diamentowe groty projekto-
wane przez firme PACE

o maksymalnej Zywotnos$ci i wysokim
transferze ciepla (fot. 7). Groty te istot-
nie r6znig sie od tradycyjnie wytwa-
rzanych, poniewaz zastosowano w nich
technike 1aczenia czasteczek diamentéw
(o rozmiarach ponizej mikrona) ztechnikg
pokrywania zelazem, co skutkuje wytwo-
rzeniem bardzo trwatej diamentowo-ze-
lazowej warstwy ochronnej. Diamentowe
groty znacznie bardziej niz tradycyjne
(pokryte tylko zZelazem) odporne sa na
lutowanie przy uzyciu inwazyjnych top-
nikéw i wysokich temperatur.

Czasteczki diamentéw bedac integral-
ng czeScig zelaznej matrycy, anie tylko
jej pokryciem jak w tradycyjnych gro-
tach - nie ulegaja wytarciu. Dodatkowo
powierzchnia grota nie jest gtadka, lecz
posiada mikro-teksture, ktéra utatwia
zwilzanie lutowiem oraz redukuje pro-
ces utleniania grota. Korzystanie z dia-
mentowych grotéw zapewnia przedlu-
zong zywotno$¢, szybkie zwilzanie ila-
twe oczyszczanie. Oczywiécie podobnie
jak w przypadku innych typow grotow
PACE, takze te najnowsze diamentowe
wystgpuja w bardzo réznych rodzajach,
uzytkownik moze, wigc dobra¢ grot to
kazdego rodzaju aplikacji.

Wieloé¢ oferowanych w najnowszych
produktach opcji umozliwia dokonanie
wyboru przyrzadéw do demontazu ukla-
dow elektronicznych, zgodnie z potrze-
bami wyznaczonymi przez parametry
techniczno—uzytkowe, atakze uwarunko-
wania ekonomiczne. Wszystkie rozwia-
zania powinny wszakze spetniaé¢ kryte-
ria szeroko rozumianej wysokiej jakosci,
ato zapewni¢ moga jedynie do$wiadcze-
ni irenomowani producenci.
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Dodatkowe informacje

Artykut powstat dzieki pomocy firmy Renex
i Z wykorzystaniem materiatow przekazanych przez
te firmg (87-800 Wioctawek, Aleja Kazimierza
Wielkiego 6E, tel/fax.. 054 231-10-05, 411-25-55,
www.renex.com.pl, office@renex.com.pl).
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